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Manejo/Limpieza
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
21 Manejo de ensambles electronicos N/A N/A N/A
2.2 Limpieza N/A N/A N/A
Remover el Recubrimiento
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
2.3.1 Remover recubrimiento, Identificacion R,FEW,C Avanzado Alto
del recubrimiento de conformal
2.3.2 Remover recubrimiento, Método de R,FEW,C Avanzado Alto
solvente
2.3.3 Remover recubrimiento, Método de R,FEW,C Avanzado Alto
pelar
2.3.4 Remover recubrimiento, Método R,FW,C Avanzado Alto
térmico
2.35 Remover el Recubrimiento, Método R,FEW,C Avanzado Alto
de Esmerilar/Raspar
2.3.6 Remover el Recubrimiento, Método R,FEW,C Avanzado Alto

de Micro Arenado
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Reemplazar el Recubrimiento

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
24.1 Reemplazar el Recubrimiento, R,FW,C Intermedio Alto
Méascara de Soldadura
24.2 Reemplazar el Recubrimiento, R,FEW,C Intermedio Alto
Conformal y Encapsulantes
Acondicionamiento
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion lllustracién Producto Habilidad Cumplimiento
25 Horneado y Pre Calentamiento R,FW,C Intermedio Alto
Mezcla y Manejo del Epoxy
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
2.6 Mezcla y Manejo del Epoxy R,FEW,C Intermedio Alto
Leyendas/Marcados
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion lllustracién Producto Habilidad Cumplimiento
2.7.1 Leyendas y Marcacion, Método de R,FW,C Intermedio Alto
Sellado
272 Leyendas y Marcacién, Método de R,FW,C Intermedio Alto
Rotular a Mano
2.7.3 Leyendas y Marcacion, Método de R,FW,C Intermedio Alto
Esténcil
Cuidado y Mantenimiento de Puntas de Cautin
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion lllustracién Producto Habilidad Cumplimiento
2.8 Cuidado y mantenimiento de puntas N/A N/A N/A
de cautin
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PARTE 2 Retrabajo

3 Desoldar/Remover

3.1 Desoldando orificios con soporte/metalizados (PTH)

D

i & Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion L _ Producto Habilidad Cumplimiento
3.1.1 Método de Vacio Continuo R,FW Intermedio Alto
3.1.2 Método de Vacio Continuo - Clinchado Parcial R,FW Intermedio Alto
3.1.3 Método de Vacio Continuo - Clinchado Completo R,FW Intermedio Alto
3.14 Método de Enderezar - Clinchado Completo R,FW Intermedio Alto
3.15 Método con Malla de Cobre - Clinchado Completo R,FW Avanzado Alto
3.2 Remover PGA y Conectores
M Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
3.2.1 Método de Crisol de Soldar R,FW,C Experto Medio
3.3 Remover Componente de Chip
§ ; Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
3.3.1 Punta de conduccion de dos lados (Bifurcada) R,FW,C Intermedio Alto
3.3.2 Método de conduccién con pinzas térmicas R,FW,C Intermedio Alto
3.3.3 (Terminacion Abajo) - Método con Aire Caliente R,FW,C Intermedio Alto
3.4 Remover Componente sin terminales
@ Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
3.4.1 Método de conduccion con soldadura enrollada — R,FW,C Avanzado Alto
Pinzas térmicas
3.4.2 Método de conduccién con aplicacion de flux — R,FW,C Avanzado Alto
Pinzas térmicas
3.4.3 Método de conveccion con reflujo con gas o aire caliente R,FW,C Avanzado Alto
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3.5 Remover SOT

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
35.1 Método de conduccién de dos lados con aplicacion de flux R,FW,C Intermedio Alto
3.5.2 Método de conduccién con aplicacion de flux - Pinzas térmicas R,FW,C Intermedio Alto
3.5.3 Método de conveccion con pistola de aire caliente R,FW,C Intermedio Alto
3.6 Remover alas de gaviota (por conduccion de dos lados)
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
3.6.1 Método formado puente R,FW,C Intermedio Alto
3.6.2 Método enrollado soldadura R,FEW,C Intermedio Alto
3.6.3 Método aplicando flux R,FW,C Intermedio Alto
3.6.4 Método formando puente - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
365 Método enrollando soldadura - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.6.6 Método aplicando flux - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.7 Remover por conduccién alas de gaviota (Cuatro lados)
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
3.7.1 Método formando puente - Herramienta de vacio R,FW,C Avanzado Alto
3.7.1.1 Método formando puente - Tension Superficial R,FW,C Intermedio Alto
3.7.2 Método enrollando soldadura - Copa de vacio R,FW,C Avanzado Alto
3.7.21 Método enrollado de soldadura - Tension Superficial R,FW,C Intermedio Alto
3.7.3 Método aplicando flux - Copa de vacio R,FW,C Avanzado Alto
3.7.31 Método aplicando flux - Tension Superficial R,FW,C Intermedio Alto
3.7.4 Método formando puente - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.7.5 Método enrollando soldadura - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.7.6 Método aplicando flux - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.7.7 Método de reflujo con aire o gas caliente R,FEW,C Avanzado Alto
3.8 Remover por conduccién componente de terminales “J”
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
3.8.1 Método formando puente - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.8.11 Método formando puente - Tensién superficial R,FW,C Avanzado Alto
3.8.2 Método enrollando soldadura - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.8.21 Método enrollando soldadura - Tensién superficial R,FW,C Avanzado Alto
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Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
3.8.3 Método aplicando flux - Pinzas térmicas R,FW,C Avanzado Alto
3.84 Solamente estafiando y flux la punta de cuatro lados R,FW,C Avanzado Alto
3.85 Método de reflujo con gas o aire caliente R,FW,C Avanzado Alto
3.9 Remover BGA/CSP
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
3.9.1 Sistema de reflujo con gas o aire caliente R,FW,C Avanzado Alto
39.12 Sistema enfocado con reflujo infrarrojo (con pre R,FW,C Avanzado Alto
calentador integrado)
3.9.2 Método de vacio R,FW,C Avanzado Medio
3.10 Remover por conducciéon enchufe (socket) del PLCC
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
3.10.1 Método formando puente R,FW,C Avanzado Alto
3.10.2 Método enrollando soldadura R,FW,C Avanzado Alto
3.10.3 Método aplicando flux R,EW,C Avanzado Alto
3.104 Método con lapiz de aire caliente R,FW,C Avanzado Medio
3.11 Remocioén de componente con terminacion abajo
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
3.11.1 Método de aire caliente R,F,C Experto Medio
4 Preparacion de Pistas
& Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
41.1 Preparacion de pistas individuales de SMT - Método R,FW,C Intermedio Alto
movimiento individual por conduccién de vacio
4.1.2 Preparacion de pistas en grupo de SMT - Método R,FW,C Intermedio Alto
movimiento continuo con vacio
4.1.3 Método movimiento continuo con vacio - Método con R,FwW,C Intermedio Alto
malla
42.1 Re-nivelado de pistas - Usando punta con forma de R,FW,C Intermedio Alto
navaja
43.1 Estafiado de pistas de SMT - Usando punta con forma R,FW,C Intermedio Medio
de navaja
44.1 Limpieza de pistas de SMT - Usando punta de navaja y R,FW,C Intermedio Alto

malla de soldadura
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5 Instalacion

5.1 Instalacion en Orificios con Soporte

Procedimiento

Descripcién

Instalar siguiendo los requerimientos del J-STD-001 y
J-HDBK-001

5.2 Instalar PGA

y conectores

R

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
5.2.1 Método con crisol de soldadura, con orificios con R,FW,C Experto Medio
soporte/metalizados (PTH) pre-llenados
5.3 Instalacion por conveccién componente de chip
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
5.3.1 Método con pasta de soldadura / lapiz de aire caliente R,FW,C Intermedio Alto
5.3.2 Método Punto-a-Punto R,FW,C Intermedio Alto
5.4 Instalacion por conveccidn componente sin terminales
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
5.4.1 Instalacion por conduccion Alas de Gaviota R,FW,C Avanzado Alto
5.5 Instalacion de Alas de Gaviota
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
55.1 Método barriendo soldadura - Punta sobre el pie de la R,FW,C Avanzado Alto
terminal
5.5.2 Método barriendo soldadura - Punta en el extremo de la R,FW,C Avanzado Alto
terminal y pista
5.5.3 Método de punto a punto R,FW,C Intermedio Alto
5.5.4 Método con pasta de soldadura / lapiz de aire caliente R,FEW,C Avanzado Alto
555 Punta de gancho, con soldadura de alambre acostado R,FW,C Intermedio Alto
5.5.6 Punta de navaja con soldadura de alambre R,FW,C Avanzado Medio
5.5.7 Método de soldadura en pasta, Aire caliente R,FW,C Avanzado Alto

Xi
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5.6 Instalacién por conduccién componentes con terminales “J”
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Producto Habilidad Cumplimiento
5.6.1 Método con alambre de soldadura acostado R,FW,C Avanzado Alto
5.6.2 Método de punto a punto R,FW,C Intermedio Alto
5.6.3 Método con pasta de soldadura / lapiz de aire caliente R,FW,C Avanzado Alto
5.6.4 Método barriendo soldadura R,FW,C Intermedio Alto
5.7 Instalacion por conveccion de BGA/CSP
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
5.7.1 Usando alambre de soldadura para pre-llenar pistas R,FW,C Avanzado Alto
5.7.1.2 Sistema enfocado de reflujo infrarrojo (con precalentador R,FW,C Avanzado Alto
integrado)
5.7.2 Usando pasta de soldadura para pre-llenar pistas R,FW,C Avanzado Alto
5721 Stencil no extraible R,FC Avanzado Medio
5.7.3 Método de esténcil / fixture / esferas de soldadura R,C Avanzado Alto
574 Método de plantilla de papel con bolas de soldadura R,C Avanzado Alto
5.75 Procedimiento para Reboleo de BGA - Método de R,C Avanzado Alto
Esténcil de Poliamida (Kapton)
5.7.6 Polyimide empaque de bolas de soldadura para reboleo R,C Avanzado Alto
5.8 Componente con terminacion abajo
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
5.8.1.1 Instalacion con soldadura en pasta impresa R,F,C Experto Medio
5.8.1.2 Tipo de tablero (PCB) R,F,C Experto Medio
5.8.1.3 Instalacion con aplicacion de soldadura a mano mas la R,F,C Experto Medio
pista a tierra
6 Remover cortos en terminales — “J”
I! w Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
6.1.1 Terminales-J - Método por atraccion superficial R,FW,C Intermedio Alto
6.1.2 Terminales-J - Método barriendo la Soldadura R,FW,C Intermedio Alto
6.1.2.1 Terminales-J - Método con malla de cobre R,FW,C Intermedio Alto
6.1.3 Alas de Gaviota - Método de atraccién superficial R,FW,C Intermedio Alto
6.1.4 Alas de Gaviota - Método barriendo soldadura R,FW,C Intermedio Alto
6.1.4.1 Alas de Gaviota - Método con malla de cobre R,FW,C Intermedio Alto
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Tabla de Contenidos

PARTE 3 Modificacién y Reparacion

Ampollas y Delaminacion

transplante

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
3.1 Reparacion de delaminacion/ T R Avanzado Alto
ampolla, Método de Inyeccion
Pandeado y Torcimiento
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
3.2 Reparacion de pandeo y torcido R,W Avanzado Medio
Reparacion de Orificio
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
3.3.1 Reparacion de orificios, Método de R,W Avanzado Alto
epoxy
3.3.2 Reparacion de Orificio, Método de R,W Experto Alto
Transplante
Reparacién de Ranuras
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
3.4.1 Reparacion de ranuras, método de - R.W Avanzado Alto
epoxy
3.4.2 Reparacion de ranuras, método de % R,W Experto Alto
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Reparacion del Material Base
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
351 Reparacion del material base, R,W Avanzado Alto
Método de epoxy
35.2 Reparacion del material base, R,W Experto Alto
Método de trasplantar el area
3.5.3 Reparacion del material base, R,W Experto Alto
Método de transplante de orilla
Conductores Levantados
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
41.1 Reparacion de Conductores R,F Intermedio Medio
Levantados, Método de Sellar
con Epoxy
4.1.2 Reparacion de Conductores R,F Intermedio Alto

Levantados, Método de Pelicula
Adhesiva

Xiv
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Reparaciéon de Conductor

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento

421 Reparacion del conductor, Método de R,FC Avanzado Medio

puente de laminilla de cobre y Epoxy
©

422 Reparacion de Conductor, Puente R,FC Avanzado Alto
laminilla (Foil), Método de Pelicula
Adhesiva

4.2.3 Reparacion de Conductor, Método de R,F.C Avanzado Alto
Soldar Welding (Soladura Eléctrica
Resistiva)

424 Reparacion de conductor, Método de R,FC Intermedio Medio
alambre sobre la superficie

425 Reparacion de Conductor, Método a R Avanzado Medio
Través del PCB

4.2.6 Reparacion o Modificacion de R,FC Experto Medio
Conductor, Método de Tinta
Conductiva

4.2.7 Reparacion de conductor, Método de R,F Experto Alto
capas internas

Corte de Conductor
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento

431 Corte de Conductor, Conductores en R,F Avanzado Alto
la Superficie

4.3.2 Corte de Conductor, Conductores en i R,F Avanzado Alto
Capas Internas |

4.3.3 Eliminar conexion en capa Interna — R,F Avanzado Alto
Tecnologia de orificio Método de
taladrar

4.3.4 Eliminar conexion en capa interna — R,F Avanzado Alto
de orificio Método de corte radial

XV
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Reparacion de Pistas o Pads Levantados
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
441 Reparacion de pistas levantados, R,F Avanzado Medio
Método de epoxy
442 Reparacion de Pistas Levantados, R,F Avanzado Medio
Método de Pelicula Adhesiva
Reparacion de Pistas
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
4.5.1 Reparacioén de Pistas, Método de R,F Avanzado Medio
Epoxy
452 Reparacion de pistas, Método de R,F Avanzado Alto
laminilla adhesiva
Reparacion de Contactos de Orilla
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
46.1 Reparacion de contactos de orilla, R,FW,C Avanzado Medio
Método con epoxy
4.6.2 Reparacién de contactos de orilla, R,FW,C Avanzado Alto
Método de laminilla de cobre
adhesiva
46.3 Reparacion de Contactos de Orilla, R,FW,C Avanzado Alto

Método de Enchapado

Xvi
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Reparacion de Pads de Montaje Superficial (SMT)

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
47.1 Reparacion de Pistas de Montaje R,FC Avanzado Medio
Superficial (SMT), Método de Epoxy
4.7.2 Reparacion de pistas de montaje R,F.C Avanzado Alto
superficial (SMT), Método de
laminilla de cobre adhesiva
473 Reparacion de Pistas de BGA de R,FC Avanzado Alto
SMT, Método de Pelicula Adhesiva
4.7.4 Montaje de superficie, Pista de BGA R,F Experto Medio
con via integrada, reparacion con
método de pista con adhesivo Tipo
de tablero
474.1 Montaje de superficie, Pista de BGA R,F Experto Medio

con via integrada, reparaciéon con
método de pista con adhesivo —
Conductor sin doblar

4.7.5 Montaje de superficie, Pista de BGA R,FC Experto Alto
con via integrada, Reparacion de
circuito con método de lamina con
adhesivo

Reparacion de Orificios Enchapados

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
5.1 Reparacion de Orificios Enchapados, R,FW Intermedio Alto
Método Sin Conexién de Capas
Internas
5.2 Reparacion de Orificios con Soporte R,FEW Avanzado Medio
(PTH), Método de Doble Pared \
5.3 Reparacion de Orificios con Soporte R Experto Medio
(PTH), Conexién de Capa Interna \
5.4 Reparacion de Orificios con Soporte R,FW Intermedio Medio

(PCB), Sin Conexion Interna, Método —_
de Alambre Puente Clinchado !
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Cables Puente

Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
6.1 Puente de cables R,FW,C Intermedio N/A
6.2.1 Alambre Puente, Componentes BGA, R,F Experto Medio
Método de Puente de Foil (Laminilla)
6.2.2 Puentes, Componentes BGA, Método R,F Experto Alto
a través del tablero (PCB)
Adicién de Componentes
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Illustracion Producto Habilidad Cumplimiento
6.3 Modificaciones y adiciones R,FW,C Avanzado N/A
de componentes
Reparacion de un Conductor Flexible
Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcién Illustracién Producto Habilidad Cumplimiento
7.11 Reparacién de un conductor flexible F Experto Medio
8 Cables
8.1 Empalmes
_ Clase del Nivel de Nivel de
Procedimiento Descripcion Producto Habilidad Cumplimiento
8.1.1 Empalme de Malla N/A Intermedio Bajo
8.1.2 Empalme Enrollado N/A Intermedio Bajo
8.1.3 Empalmes de Gancho N/A Intermedio Bajo
8.14 Empalmes Traslapados N/A Intermedio Bajo

xviii



Enero 2017

IPC-7711C/772C

Informacion General y Procedimientos Comunes

1.1 Alcance Este documento cubre los procedimientos
para reparacion y retrabajo de ensambles de tableros de
circuito impreso. Es un conjunto de informacion reunida,
integrada, y ensamblada por el “Sub comité de
reparacion” (7-34) del Comité de Aseguramiento del
Producto de IPC. Esta revisién incluye una cobertura
expandida para procesos de libre de Plomo (Lead Free),
y guias adicionales para la inspeccion de operaciones
tales como reparaciones que no tienen otros criterios
publicados.

Este documento no limita el nGmero maximo de acciones
de retrabajo, reparacién, modificacion a un Ensamble de
Circuito Impreso.

1.2 Proposito Este documento dicta los procedimientos
para requerimientos, herramientas, materiales y métodos
a ser usados en retrabajos, reparaciones y modificaciones
de productos electrénicos. No obstante, este documento
se basa en gran parte en las definiciones de Clases de
Productos usados en documentos de IPC, tales como

el J-STD-001 o el IPC-A-610, este documento deberia
ser considerado aplicable a cualquier tipo de equipo
electronico. Cuando invocado por el contrato como el
documento de control para el retrabajo, reparacion y
modificacion, mejorar o restauracion de productos, los
requerimientos de flow-down aplican.

IPC ha identificado el equipo y procesos mas comunes,
con el fin de hacer una especifica reparacion o retrabajo.
Es posible que se utilicen equipo y procesos alternos
para efectuar la misma reparacion/retrabajo. Si equipo

0 procesos alternos son usados, serd la responsabilidad
del usuario de asegurarse que el equipo y procesos

no dafan el ensamble y cumplen con la intencion de la
seccion 1.5.1.1 (Niveles de conformidad) para equipo y
procesos utilizados alternos.

1.2.1 Definicion de Requerimientos Este documento
tiene la intencidn de ser usado como una guia, y no hay
requerimientos o criterios especificos, a menos que en
forma separada y especifica se incluya en el contrato
del usuario o en cualquier otra documentacion. Cuando
se emplean términos como “tener que” [must], “debe”
[shall], o “deberia” [should be], se esta haciendo énfasis
en su seguimiento como un punto importante. Cuando
estas fuertes recomendaciones no se siguen, el resultado
pudiera no ser satisfactorio, y se podria causar un dafio
adicional.

Flechas en los procedimientos de retrabajo son hacia
arriba o abajo describiendo el tipo de procedimiento
siendo hecho. Una flecha hacia arriba significa remocion
y una flecha hacia abajo significa instalacion.

1.3 Antecedentes Los ensambles electronicos de hoy
en dia, cada vez son mas complejos y pequefios que
nunca antes. A pesar de esto, pueden ser retrabajadas,
reparadas y modificadas con éxito, si se siguen las
técnicas apropiadas. Este manual esta disefiado para
ayudar a los usuarios a reparar, retrabajar y modificar
ensambles electrénicos con un impacto minimo en la
funcionabilidad o confiabilidad. Los procedimientos en
este documento, han sido obtenidos de ensambladores,
fabricantes de tableros de circuito impreso y usuarios,
quienes reconocen la necesidad por documentarlas en
general siendo usadas técnicas de retrabajo, reparacion
y modificacion. Estas técnicas han sido, en general,
comprobadas como aceptables para la clase de producto
indicadas, por medio de pruebas de laboratorio y de
funcionalidad extendida en el campo. Los procedimientos
aqui contenidos, han sido entregados para su inclusién,
a numerosas organizaciones comerciales y militares,
demasiado numerosas para enumerarlas individualmente.
El Sub-Comité de Reparaciones ha revisado los procedi-
mientos donde apropiado, para reflejar las mejoras.

1.4 Términos y Definiciones Las siguientes definiciones
para el uso de éste documento.

PCA — Printed Circuit Assembly — Ensamble de Circuito
Impreso

*Retrabajo — EIl acto de reprocesar articulos que no
cumplen con requerimientos, mediante el uso de procesos
iguales al original o su equivalente, de tal manera que

se asegure el cumplimiento del articulo con los dibujos

0 especificaciones aplicables.

*Reparacion — El acto de restaurar la capacidad funcional
de un articulo defectuoso, que de alguna manera no
asegura el cumplimiento del articulo con los dibujos

0 especificaciones aplicables.

*Modificacién — La revision de la capacidad funcional de
un producto, con el fin de satisfacer nuevos criterios de
aceptacion. Las modificaciones son requeridas usualmente
para incorporar cambios de disefio, los cuales pueden

ser controlados por medio de dibujos 6rdenes de cambio,
etc. Las modificaciones deben ser efectuadas solamente
cuando hayan sido autorizadas y descritas en detalle por
medio de dibujos o especificaciones.

Punto (tack) de Soldadura — una conexion de soldadura
usada temporalmente para alinear y sujetar un multi-
terminal componente en un lugar del PCB durante

la soldadura de las otras terminales. En general, una
conexion de punto soldadura requiere después reflujo
adicional para formar la conexion de la soldadura final.






